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SmartBond™ DA1458x  
产品系列
功率、尺寸和系统成本无需妥协

蓝牙低功耗技术为实现个人连接和轻松云端接入奠定了基础。Dialog 的 SmartBond™ 系列产品是帮

助客户开发最省电、灵活的蓝牙低功耗连网产品的最简单途径。

高度集成的 SmartBond™ 产品是目前市场上最小、最省电的蓝牙低功耗解决方案，并可帮助实现最

低系统成本。该产品系列提供通用解决方案和针对具体应用而优化的解决方案，在引脚兼容的前提

下，支持多种内存配置，兼顾设计灵活性和成本优化。

随着连网设备的发展演变，我们的 DA1458x 产品系列可确保设计工程师能够获得其需要的蓝牙解决

方案。以我们强大的SmartSnippets™ 软件工具和大量应用支持为后盾，这些产品有助于设计工程师

发挥系统的最大潜能。

简言之，SmartBond™ 代表业内领先蓝牙低功耗产品，性能毫不妥协。设计工程师因此能专心开发消

费者喜欢的新产品和应用。
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SmartBond™ DA14586  
旗舰芯片

充分利用蓝牙5技术

Dialog SmartBond™ DA14586是市场上尺寸最小、功耗最低和集成度最高的

蓝牙解决方案。它支持所有蓝牙技术，包括蓝牙5和蓝牙低功耗Mesh。

为蓝牙应用提供更多内存

DA14586的内存更大——包括2 Mb Flash、96 kB RAM和64 kB OTP，这使您能够充分利用蓝牙5 
的先进特性，并开发出吸引人的应用。在您的产品上市后，内置Flash仍可轻松支持无线 (OTA) 软件

升级。作为SmartSnippets软件产品的组成部分，软件升级服务可被无缝集成在您的应用软件里。

简化的设计采用

DA14586易于在设计中采用，可实现全托管应用，且无需外部微控制器单元 (MCU)，并有完整的开

发环境和Dialog SmartSnippets软件支持。

更大的灵活性，实现更先进的系统

DA14586具有广泛的功能特性，包括用于语音支持的集成式麦克风接口。该多用途的SoC是为遥控

器、信标、传感器、连网医疗设备、无线充电等广泛产品添加蓝牙低功耗功能的理想选择。

系列的优势

作为SmartBond系列产品的成员，DA14586与DA14580、DA14581和DA14583完全引脚兼容，使您

能够快速升级现有设计。
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DA1458x  
系列产品 – 满足您需求的最佳选择

我们的旗舰产品DA14586率领着一系列蓝牙低功耗解决方案。

DA14580
蓝牙4.2全能冠军

在我们推出最新的DA14586之前，DA14580一直是全球尺寸最小、功耗

最低和集成度最高的蓝牙低功耗解决方案，目前仍然让大多数其他解决

方案相形见绌，它的尺寸仅2.5 x 2.5 x 0.5 mm，电流消耗仅4.9 mA，并

且只需5个外部元件。它能助您开发出极具吸引力的小尺寸、长电池续航

时间的产品。

DA14581
为Air Fuel和HCI应用而优化

针对无线充电 (Air Fuel) 的电源设备，DA14581可支持8个并行连接；

针对被充电设备，它可快速启动，是无线充电方案的完美选择。使用嵌

于DA14581 OTP内存中的代码，您也能开发HCI设备。对于蓝牙4.2标
准，这是针对Air Fuel和HCI应用的世界上尺寸最小、功耗最低、集成度

最高的解决方案。

DA14583
提供灵活Flash选项的OTA升级

DA14583是DA14580和Flash的结合体。该集成式解决方案提供更大的

灵活性，使您的设备能在使用中进行无线软件升级 (OTA) ，始终保持最

新状态。此外，DA14583还与DA14580引脚兼容，使您能用OTP代替

Flash，从而轻松降低成本。

DA14585
针对蓝牙5的灵活内存选项

DA14585提供与我们的旗舰产品DA14586相同的特性、优点和性能，且

具有更大的灵活性。由于没有板载Flash，所以您能轻松降低成本。它还

向设计工程师提供了选择外部Flash容量的自由，以便优化系统功能、尺

寸和成本。另外，尺寸仅2. 40 x 2.66 mm的晶圆级芯片封装 (WLCSP) 
版本可支持空间最受限的应用。
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产品 内存
通用 
I\Os 封装 主要特性 应用

DA14580
ROM 84 kB
OTP 32 kB
RAM 50 kB

12
24
24
32

WL-CSP34, 尺寸 2.5x2.5x0.5mm
QFN40, 尺寸  5x5x0.9mm
QFN40, 尺寸 6x6x0.9mm
QFN48, 尺寸 6x6x0.9mm

• 蓝牙 4.2
• Cortex M0 应用处理器

• 0.9 - 3.6 V 电源

• 单引脚 RF I/O
•  丰富的模拟和数字外设

•  接近感测和信标

• 健康和健身

• HID
• 智能家居

DA14581
ROM 84 kB
OTP 32 kB
RAM 50 kB

12
24

WL-CSP34, 尺寸 2.5x2.5x0.5mm  
Thin WL-CSP34, 尺寸 
2.5x2.5x0.35mm
QFN40, 尺寸 5x5x0.9mm

• 蓝牙 4.2
•  Cortex M0 应用处理器

• 0.9 - 3.6 V 电源

• 单引脚 RF I/O
•  丰富的模拟和数字外设

• 8 个同时连接

• 优化的启动时间

•  无线充电 (Air Fuel)
• HCI
• 智能卡

DA14583

FLASH 1 Mb
ROM 84 kB
OTP 32 kB
RAM 50 kB

24 QFN40, 尺寸 5x5x0.9mm

蓝牙 4.2
•  Cortex M0 应用处理器

• 1 Mb Flash
• 2.35 - 3.3 V 电源

• 单引脚 RF I/O
•  丰富的模拟和数字外设

需要无线 (OTA) 软件

更新的空间受限应用

DA14585/6

ROM 128 kB
OTP 64 kB
RAM 96 kB 
FLASH 2Mb 
(586)

14
25

WL-CSP34 尺寸 2.4x2.6x0.4mm, 
引脚间距 0.4mm
QFN40  尺寸 5x5x0.9mm, 引脚间距 
0.4mm
与采用QFN40封装的DA14580/1/3引
脚兼容

蓝牙 5.0 Core
•  Cortex M0 应用处理器

•  0.9v (DA14585) /1.8v (DA14586) -3.6V
电源 

•  单引脚 RF I/O
•  丰富的模拟和数字外设

•  8 个同时连接

•  优化的启动时间

信标和接近感测

健康、健身和HID
智能家居

智能卡

汽车

语音命令RCU
无线充电


